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即時リリース		
お問い合わせ先： mediaroom@samtec.com

Samtec、ECOC 2026に出展、OIF相互運用性デモにも参加 

Samtec製品はブース番号2004、また、OIF相互運用性デモの一部として
OIFブース番号2126／2128でもご覧いただけます。 


インディアナ州ニューアルバニー、2026年9月8日 —コネクター業界のサービスリーダーであるSamtec, Inc.は、スペインのマラガ見本市・会議センターで9月21日から23日に開催されるECOC展示会にて、次世代の高性能光・銅インターコネクトソリューションを展示します（ブース番号2004）。
Samtec ネットワーキングソリューション（ブース番号2004） 
[image: ]Samtecの高速インターコネクトは、AIや高性能コンピューティング、医療、テスト・計測、FPGAなどのアプリケーションに広く採用されています。今年のECOCにおいて、Samtecは、Si-Fly® HD CPXコパッケージ・ニアチップシステムを組み込んだソリューションを展示します。これらは光・銅アプリケーション向けに最大448Gbpsに対応し、複数パートナーのシリコンエンジンおよび光エンジンを統合しています。また、448Gbpsに対応する高性能テストシステムBulls Eye® BE130も展示します。さらに、448Gbps接続を実現する次世代PoC（Proof of Concept）も紹介します。これらは、AIのスケールアップ／スケールアウト型インフラの実装やユースケースに最適です。
OIF相互運用性デモ（ブース番号2126／2128）
ECOC 2026の展示会場では、OIFの相互運用性展示（ブース番号2126／2128）がベンダーの実証の場として機能します。実装協定（Implementation Agreement）を実装可能で再現性のある相互運用へと具現化します。これにより、運用者は統合リスクを軽減し、調達の柔軟性を維持しながら、イノベーションから本番導入へと円滑に移行できます。今年の展示では、以下の4つの主要技術分野において39社が協力しています：
· 光学システム
· エネルギー効率の高いインターフェース（EEI）・コパッケージング
· 共通電気入出力（CEI）：CEI-448G、CEI-224G
· 共通管理インターフェース仕様（CMIS）
以下のSamtec製機器が、パートナー企業とのCEIおよびEEIのデモで展示されます。
· 224Gbps対応のデモシャーシ：SamtecのSi-Fly HD CPXモジュール（銅・光）が搭載され、CPXコンセプトとMSAアーキテクチャの有効性を実証 
· Samtec BE90：Bulls Eye ISIボードに実装（224Gbpsで動作） 
· Samtec BE70／Nitrowave®高性能RFマイクロ波ケーブルアセンブリーLL110／LL130（224Gbpsで動作） 
· Samtec Precision RF 1.0 mm／1.85 mmコネクターおよびアダプター
· [bookmark: OLE_LINK1]Si-Fly HD 448Gbps PAM4およびPAM6プロトタイプ（1mのEye Speed®超低スキューTwinaxを使用）

SamtecのSi-Fly HDコパッケージ・ニアチップシステムは、SamtecのSFCMコネクターを使用することで、95 x 95 mm以下の基板上で実現可能な、電気的にプラガブルな銅・光 一体型ソリューションです。SFCMはパッケージ基板に直接実装され、SamtecのSFCCケーブルアセンブリーと接続できるほか、業界標準の光ケーブルアセンブリーとも相互運用可能です。コパッケージ接続により、BGAブレークアウトやPCBにおける挿入損失が排除され、低コストで極めて高い性能を発揮する完全パッシブDAC 224Gチャネルが実現します。Samtecは、PAM4／PAM6に対応したSi-Fly HD 448Gbps PoCプロトタイプも展示します。
Bulls Eye ISI評価ボードは、130GHzを超える周波数帯域において、既知の損失プロファイルを持つ可変長の信号経路を多数提供します。Bulls Eyeテストアセンブリーと組み合わせることで、本ソリューションは高速SerDesの検証・確認、および224Gbps PAM4と448Gbpsの信号性能の評価・実証用テストプラットフォームを提供します。
詳細情報	
· 高性能アクティブ光学・パッシブ光学ソリューション
· Si-Fly HD 224Gbps PAM4、コパッケージ・ニアチップシステム
· Samtec精密RF製品
· SamtecのSi-Fly HD CPX製品のデモ動画：Samtec YouTubeチャンネル
· Samtecの技術専門家へのお問い合わせは、ブース番号2004にお越しください。またはHDR@samtec.comまでご連絡ください。

OIFについて 
OIF、ECOC 2026で業界横断の相互運用性を具現化、AI時代に求められる拡張性と効率性を備えたネットワークを加速 
OIFは、ECOCに再参加し、ECOC 2026において、39社が参加するライブ マルチベンダー相互運用デモを実施します。このデモは、光、電気、エネルギー効率、管理インターフェースにまたがり、光学システム、448G／224G共通電気入出力（CEI）、CMIS、コパッケージング、エネルギー効率の高いインターフェース（EEI）などにおける相互運用性を提示し、拡張性と効率性に優れたAI時代のネットワークを推進します。OIFのブース（番号2126）にぜひお立ち寄りください。 詳細はhttps://www.oiforum.com/meetings-events/oif-ecoc-2026をご覧ください。
Samtec, Inc. について
1976年に設立されたSamtecは、ハイスピード ボード・ツー・ボード、ハイスピード ケーブル、ミッドボードおよびパネルオプティクス、高精度RF、フレキシブルスタッキング、マイクロ／ラギッド コンポーネントおよびケーブルなど、電子機器のインターコネクト（相互接続）ソリューションの広範な製品ラインを提供する、株式非公開、売上高10億ドル規模の世界的メーカーです。Samtec技術センターは、ベアダイから100メートル離れたインターフェースまで、またその間の相互接続のあらゆるポイントの、システム性能およびコスト共に最適化する技術、戦略、製品の開発・進化に専念しています。世界で40以上の拠点を持ち、125カ国以上で製品が販売されているSamtecは、グローバルなプレゼンスで、比類のない顧客サービスを提供しています。詳細はhttp://www.samtec.comをご覧ください。
Samtec, Inc.
P.O.Box 1147
New Albany, IN 47151-1147
USA
Phone: +812-944-6733
www.samtec.com/media-room

弊社の広報チームは、魅力的で革新的なストーリーを発信するために、世界中のジャーナリストに協力します。報道関係の方で取材をご希望の場合は、mediaroom@samtec.com までメールでご連絡ください。
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